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毫米波通訊高值關鍵材料與整合應用 技術專題導言

5G新浪潮 
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近年來5G與物聯網應用需求爆發，其中各類新型電子產品為了因應時勢所需，逐漸趨於輕薄

短小、高頻化及高功能整合等方向發展，促使整體電子產業技術朝更高挑戰目標前進。但伴隨著

行動寬頻應用多樣化，帶動數據流量高速成長，使得頻譜需求快速擴張，有鑑於此，採用毫米波

頻段作為下世代通訊技術標準以解決頻寬不足已成為國際大廠之共識。目前台灣在電路板、被動

元件與構裝產業之規模居全球領導地位，但整體產業結構重點依然侷限在製造技術及終端系統應

用代工上，對於先端的高階材料及關鍵零組件之研發較缺乏，因此如何加速推動關鍵材料，滿足

未來5G毫米波通訊技術及物聯網多元應用需求，以強化台灣整體電子產業之長遠競爭力，將是一

個重要課題。

本期技術專題首篇5G毫米波通訊市場趨勢一文中，針對毫米波主要頻段、市場規模、主要設

備供應商技術發展現況及各領先國商用服務覆蓋情形進行說明，並建議國內網通廠商技術及產品

未來布局重點。其次在低損耗基板材料技術中介紹目前低損耗基板材料的發展趨勢、應用方向及

技術挑戰。目前各大廠產品仍以PPE樹脂系統為主，低極性PTFE樹脂除了傳統Rogers外也開始有

其他廠商投入；材化所則聚焦布局Cyclic Olefin樹脂上位專利技術，並繼續朝向多元應用發展。第

三篇的防焊油墨材料技術文中略述防焊油墨基本功能與組成，並簡介各領導廠商之商品特性與發

展方向，以及本所在噴印型與高頻應用防焊油墨發展近況。而在熱管理元件與材料技術文中，則

簡述5G超薄均熱板市場應用及常見殼體接合技術，包含擴散接合、雷射焊接和共晶接合等；另為

了因應工藝複雜化和高製造成本之挑戰，材化所特別開發低溫固液擴散接合技術，可大幅降低成

本、滿足大批量生產需求。最後在毫米波材料量測技術文中，探討高頻新材料因應5G發展以滿足

不同頻段下的多樣需求，因此衍生新材料在高頻的介電特性測試之必要性。材化所特別針對毫米

波頻段量測進行結構設計與演算法開發，大幅簡化量測流程並提供不同之測試解決方案。

行動通訊每10年演進一個世代，2020年進入5G世代將翻轉社會及產業結構，超密集網路將

是很重要的5G應用場景，而在超密集網路中，大量的小型基站將被布建，藉以服務人潮聚集之場

合。預期2022~2023年間毫米波通訊技術將逐漸成熟，我國目前雖為全球電子產業生產重鎮，在

面對未來5G行動通訊與物聯網等新世代高頻、高功率、高可靠性等需求下仍有許多挑戰。期許透

過本專題簡介部分相關毫米波關鍵材料技術，進而加速結合產業界研發力量，共同努力推動國內

業者成為國際5G主要關鍵材料、元件及模組供應商。


